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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入射された光を光電変換して電気信号を生成する受光部と、受光部が形成された面の裏
面側に形成される複数のセンサ電極と、を有する撮像素子と、
　少なくとも１枚の矩形状の基板と、前記基板に実装される１以上の電子部品と、前記電
子部品を封止する封止樹脂からなり、前記基板の投影面と同一形状の断面を有する矩形柱
状に成形された本体部と、表面に形成される基板電極と、裏面に形成されるケーブル電極
と、前記基板上に立設され、前記基板電極と前記ケーブル電極の間を電気的に接続する複
数のピンと、を有し、前記基板電極が前記撮像素子のセンサ電極と電気的および機械的に
接続される中継基板と、
　複数のケーブルと、前記ケーブルを固定するケーブル固定部材と、を有し、前記ケーブ
ル固定部材の接続面上に露出する前記ケーブルの芯線の端面が前記中継基板の前記ケーブ
ル電極と電気的および機械的に端面接続される集合ケーブルと、
　を備え、前記中継基板、および前記集合ケーブルは、前記撮像素子の光軸方向の投影面
内に収まる大きさであって、
　前記撮像素子の熱膨張係数、前記中継基板の熱膨張係数、前記集合ケーブルの熱膨張係
数が、順に小さい、または順に大きい段階的な変化となることを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記中継基板は、１枚の前記基板が前記撮像素子の光軸と直交するように配置されると
ともに、前記基板の表面側に第１の中継部、裏面側に第２の中継部がそれぞれ形成され、
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　前記第１の中継部は、前記基板の表面に実装される第１の電子部品と、前記第１の電子
部品を封止する第１の封止樹脂からなる第１の本体部と、前記第１の本体部の表面に設け
られる前記基板電極と、前記基板の表面上に立設される複数の第１のピンと、を有し、
　前記第２の中継部は、前記基板の裏面に実装される第２の電子部品と、前記第２の電子
部品を封止する第２の封止樹脂からなる第２の本体部と、前記第２の本体部の裏面に設け
られる前記ケーブル電極と、前記基板の裏面上に立設される複数の第２のピンと、を有し
、
　前記撮像素子の熱膨張係数、前記第１の封止樹脂の熱膨張係数、前記第２の封止樹脂の
熱膨張係数、前記集合ケーブルの熱膨張係数が、順に小さい、または順に大きい段階的な
変化となることを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記光軸方向に直交する面での前記基板電極と前記ケーブル電極の配置位置が異なるこ
とを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記中継基板は、前記基板上に配置され、前記センサ電極および／または前記芯線と電
気的に接続されない複数のダミーピンを有することを特徴とする請求項１～３のいずれか
一つに記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記ダミーピンは、前記基板に実装される電子部品のうち、放熱量の大きい前記電子部
品の周囲に立設されることを特徴とする請求項４に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記ダミーピンは、前記本体部の側面のうち、前記光軸方向と平行な側面に露出するよ
う設けられることを特徴とする請求項４に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記ダミーピンは、前記基板に実装される電子部品のうち、放熱量の大きい前記電子部
品から引き出されたパターン上に立設することを特徴とする請求項４に記載の撮像装置。
【請求項８】
　生体内に挿入され、生体内を撮像する内視鏡システムにおいて、
　請求項１～７のいずれか一つに記載の撮像装置を先端部に備えた内視鏡を有することを
特徴とする内視鏡システム。
【請求項９】
　請求項１～７のいずれか一つに記載の撮像装置の製造方法であって、
　前記中継基板の母基板を製造する母基板製造工程と、
　複数の受光部およびセンサ電極が形成されており、ウエハの前記センサ電極と、前記母
基板の表面に形成された基板電極とを接続する第１の接続工程と、
　前記集合ケーブルが前記ケーブル固定部材で連結される大集合ケーブルの接続面上に露
出する前記ケーブルの芯線と、前記母基板の裏面に形成されたケーブル電極とを接続する
第２の接続工程と、
　前記ウエハ、前記母基板および前記大集合ケーブルを、前記受光部の光軸方向と平行に
ダイシングして、撮像装置を形成するダイシング工程と、
　を含むことを特徴とする撮像装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体内に挿入される内視鏡の挿入部の先端に設けられて被検体内を撮像す
る撮像装置、撮像装置を使用した内視鏡システム、および撮像装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、医療分野および工業分野において、各種検査のために内視鏡システムが広く用い
られている。このうち、医療用の内視鏡システムは、患者等の被検体内に、先端部に撮像
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装置が内蔵された可撓性を有する細長の挿入部を挿入することによって、被検部位の観察
等を行うことができるものである。このような内視鏡システムでは、被検体への導入のし
やすさを考慮し、挿入部の細径化が求められている。
【０００３】
　内視鏡システムで使用される内視鏡の挿入部先端には、撮像素子と、該撮像素子の駆動
回路を構成するコンデンサやＩＣチップ等の電子部品が実装された回路基板を含む撮像装
置が嵌め込まれ、撮像装置の回路基板にはケーブルが半田付けされている。
【０００４】
　近年、ケーブルの信号線の接続作業の簡易化や接続部分の信頼性を向上するとともに、
細径化を可能とする技術として、種々の撮像装置が提案されている（例えば、特許文献１
～２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１４－１１０８４７号公報
【特許文献２】特開２０１３－１１８３３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１では、撮像素子と第１の配線板とを主面同士が平行となるように接続し、第
２の配線板を第１の配線板に対し垂直となるように接続し、第２の配線板上に電子部品や
ケーブルを接続している。特許文献１では、ケーブルの導線の側面で端子と接続するため
、接続面積を稼ぐことができ接続の信頼性が高いものの、接続に要する領域が大きくなる
ため、硬質部分の長さが長くなり、小型化が難しいという問題を有している。
【０００７】
　特許文献２では、撮像素子と配線板とを主面同士が平行となるように接続し、前記配線
板の前記撮像素子と接続する面の裏面側に、複数の導線を有するケーブルを端面接続して
いる。特許文献２では、配線板とケーブルとの接続部を封止樹脂で保護することにより接
続の信頼性を向上しているが、使用の際撮像素子からの放熱により接続部分に熱応力が加
わった場合に、接続の信頼性が低下するおそれがある。また、特許文献２では、撮像素子
を駆動する電子部品の実装については何ら考慮されておらず、電子部品を実装するために
は、装置が大型化するおそれがある。
【０００８】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、小型化可能であって、接続の信頼性に
も優れる撮像装置、内視鏡システムおよび撮像装置の製造方法を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる撮像装置は、入射され
た光を光電変換して電気信号を生成する受光部と、受光部が形成された面の裏面側に形成
される複数のセンサ電極と、を有する撮像素子と、少なくとも１枚の矩形状の基板と、前
記基板に実装される電子部品と、前記電子部品を封止する封止樹脂からなり、前記基板の
投影面と同一形状の断面を有する矩形柱状に成形された本体部と、表面に形成される基板
電極と、裏面に形成されるケーブル電極と、前記基板上に立設され、前記基板電極と前記
ケーブル電極の間を電気的に接続する複数のピンと、を有し、前記基板電極が前記撮像素
子のセンサ電極と電気的および機械的に接続される中継基板と、複数のケーブルと、前記
ケーブルを固定するケーブル固定部材と、を有し、前記ケーブル固定部材の接続面上に露
出する前記ケーブルの芯線が前記中継基板の前記ケーブル電極と電気的および機械的に接
続される集合ケーブルと、を備え、前記撮像素子の熱膨張係数、前記中継基板の熱膨張係
数、前記集合ケーブルの熱膨張係数が、順に小さい、または順に大きい段階的な変化とな
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ることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明にかかる撮像装置は、上記発明において、前記中継基板は、１枚の前記基
板が前記撮像素子の光軸と直交するように配置されるとともに、前記基板の表面側に第１
の中継部、裏面側に第２の中継部がそれぞれ形成され、前記第１の中継部は、前記基板の
表面に実装される第１の電子部品と、前記第１の電子部品を封止する第１の封止樹脂から
なる第１の本体部と、前記第１の本体部の表面に設けられる前記基板電極と、前記基板の
表面上に立設される複数の第１のピンと、を有し、前記第２の中継部は、前記基板の裏面
に実装される第２の電子部品と、前記第２の電子部品を封止する第２の封止樹脂からなる
第２の本体部と、前記第２の本体部の裏面に設けられる前記ケーブル電極と、前記基板の
裏面上に立設される複数の第２のピンと、を有し、前記撮像素子の熱膨張係数、前記第１
の封止樹脂の熱膨張係数、前記第２の封止樹脂の熱膨張係数、前記集合ケーブルの熱膨張
係数が、順に小さい、または順に大きい段階的な変化となることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明にかかる撮像装置は、上記発明において、前記中継基板、および前記集合
ケーブルは、前記撮像素子の光軸方向の投影面内に収まる大きさであって、光軸方向に直
交する面での前記基板電極と前記ケーブル電極の配置位置が異なることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明にかかる撮像装置は、上記発明において、前記中継基板は、前記基板上に
配置され、前記センサ電極および／または前記芯線と電気的に接続されない複数のダミー
ピンを有することを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明にかかる撮像装置は、上記発明において、前記ダミーピンは、前記基板に
実装される電子部品のうち、放熱量の大きい前記電子部品の周囲に立設されることを特徴
とする。
【００１４】
　また、本発明にかかる撮像装置は、上記発明において、前記ダミーピンは、前記本体部
の側面のうち、前記光軸方向と平行な側面に露出するよう設けられることを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明にかかる撮像装置は、上記発明において、前記ダミーピンは、前記基板に
実装される電子部品のうち、放熱量の大きい前記電子部品から引き出されたパターン上に
立設することを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明にかかる内視鏡システムは、生体内に挿入され、生体内を撮像する内視鏡
システムにおいて、上記のいずれか一つに記載の撮像装置を先端部に備えた内視鏡を有す
ることを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明にかかる撮像装置の製造方法は、上記のいずれか一つに記載の撮像装置の
製造方法であって、前記中継基板の母基板を製造する母基板製造工程と、複数の受光部お
よびセンサ電極が形成されたウエハの前記センサ電極と、前記母基板の表面に形成された
基板電極とを接続する第１の接続工程と、前記集合ケーブルが前記ケーブル固定部材で連
結される大集合ケーブルの接続面上に露出する前記ケーブルの芯線と、前記母基板の裏面
に形成されたケーブル電極とを接続する第２の接続工程と、前記ウエハ、前記母基板およ
び前記大集合ケーブルを、前記受光部の光軸方向と平行にダイシングして、撮像装置を形
成するダイシング工程と、を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、小型化、かつ接続の信頼性が高い撮像装置を得ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
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【図１】図１は、本実施の形態１にかかる内視鏡システムの全体構成を模式的に示す図で
ある。
【図２Ａ】図２Ａは、図１の内視鏡で使用する撮像装置の斜視図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、図２Ａの撮像装置の分解斜視図である。
【図３】図３は、図２Ａおよび図２Ｂの撮像装置の断面図である。
【図４Ａ】図４Ａは、実施の形態１にかかる撮像装置の製造方法を説明する図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、実施の形態１にかかる撮像装置の製造方法を説明する図である。
【図４Ｃ】図４Ｃは、実施の形態１にかかる撮像装置の製造方法を説明する図である。
【図４Ｄ】図４Ｄは、実施の形態１にかかる撮像装置の製造方法を説明する図である。
【図４Ｅ】図４Ｅは、実施の形態１にかかる撮像装置の製造方法を説明する図である。
【図５】図５は、本実施の形態１の変形例１にかかる撮像装置の断面図である。
【図６】図６は、本実施の形態１の変形例２にかかる撮像装置の断面図である。
【図７】図７は、本実施の形態２にかかる中継基板の斜視図である。
【図８】図８は、本実施の形態２の変形例１にかかる中継基板の斜視図である。
【図９】図９は、本実施の形態２に変形例２かかる中継基板の斜視図である。
【図１０】図１０は、本実施の形態２変形例３にかかる中継基板の斜視図である。
【図１１】図１１は、本実施の形態２の変形例４にかかる中継基板の斜視図である。
【図１２】図１２は、本実施の形態２の変形例５にかかる中継基板の斜視図である。
【図１３】図１３は、本実施の形態３にかかる中継基板の斜視図である。
【図１４】図１４は、本実施の形態３の変形例１にかかる中継基板の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下の説明では、本発明を実施するための形態（以下、「実施の形態」という）として
、撮像モジュールを備えた内視鏡装置について説明する。また、この実施の形態により、
この発明が限定されるものではない。さらに、図面の記載において、同一部分には同一の
符号を付している。さらにまた、図面は、模式的なものであり、各部材の厚みと幅との関
係、各部材の比率等は、現実と異なることに留意する必要がある。また、図面の相互間に
おいても、互いの寸法や比率が異なる部分が含まれている。
【００２１】
（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態にかかる内視鏡システムの全体構成を模式的に示す図であ
る。図１に示すように、実施の形態１にかかる内視鏡システム１は、被検体内に導入され
、被検体の体内を撮像して被検体内の画像信号を生成する内視鏡２と、内視鏡２が撮像し
た画像信号に所定の画像処理を施すとともに内視鏡システム１の各部を制御する情報処理
装置３（外部プロセッサ）と、内視鏡２の照明光を生成する光源装置４と、情報処理装置
３による画像処理後の画像信号を画像表示する表示装置５と、を備える。
【００２２】
　内視鏡２は、被検体内に挿入される挿入部６と、挿入部６の基端部側であって術者が把
持する操作部７と、操作部７より延伸する可撓性のユニバーサルコード８と、を備える。
【００２３】
　挿入部６は、照明ファイバ（ライトガイドケーブル）、電気ケーブルおよび光ファイバ
等を用いて実現される。挿入部６は、後述する撮像ユニットを内蔵した先端部６ａと、複
数の湾曲駒によって構成された湾曲自在な湾曲部６ｂと、湾曲部６ｂの基端部側に設けら
れた可撓性を有する可撓管部６ｃと、を有する。先端部６ａには、照明レンズを介して被
検体内を照明する照明部、被検体内を撮像する観察部、処理具用チャンネルを連通する開
口部および送気・送水用ノズル（図示せず）が設けられている。
【００２４】
　操作部７は、湾曲部６ｂを上下方向および左右方向に湾曲させる湾曲ノブ７ａと、被検
体の体腔内に生体鉗子、レーザメス等の処置具が挿入される処置具挿入部７ｂと、情報処
理装置３、光源装置４、送気装置、送水装置および送ガス装置等の周辺機器の操作を行う
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複数のスイッチ部７ｃと、を有する。処置具挿入部７ｂから挿入された処置具は、内部に
設けられた処置具用チャンネルを経て挿入部６先端の開口部６ｄから表出する。
【００２５】
　ユニバーサルコード８は、照明ファイバ、ケーブル等を用いて構成される。ユニバーサ
ルコード８は、基端で分岐しており、分岐した一方の端部がコネクタ８ａであり、他方の
基端がコネクタ８ｂである。コネクタ８ａは、情報処理装置３のコネクタに対して着脱自
在である。コネクタ８ｂは、光源装置４に対して着脱自在である。ユニバーサルコード８
は、光源装置４から出射された照明光を、コネクタ８ｂ、および照明ファイバを介して先
端部６ａに伝播する。また、ユニバーサルコード８は、後述する撮像装置が撮像した画像
信号を、ケーブルおよびコネクタ８ａを介して情報処理装置３に伝送する。
【００２６】
　情報処理装置３は、コネクタ８ａから出力される画像信号に所定の画像処理を施すとと
もに、内視鏡システム１全体を制御する。
【００２７】
　光源装置４は、光を発する光源や、集光レンズ等を用いて構成される。光源装置４は、
情報処理装置３の制御のもと、光源から光を発し、コネクタ８ｂおよびユニバーサルコー
ド８の照明ファイバを介して接続された内視鏡２へ、被写体である被検体内に対する照明
光として供給する。
【００２８】
　表示装置５は、液晶または有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）を
用いた表示ディスプレイ等を用いて構成される。表示装置５は、映像ケーブル５ａを介し
て情報処理装置３によって所定の画像処理が施された画像を含む各種情報を表示する。こ
れにより、術者は、表示装置５が表示する画像（体内画像）を見ながら内視鏡２を操作す
ることにより、被検体内の所望の位置の観察および性状を判定することができる。
【００２９】
　次に、撮像装置の構成について詳細に説明する。図２Ａは、図１の内視鏡で使用する撮
像装置の斜視図である。図２Ｂは、図２Ａの撮像装置の分解斜視図である。図３は、図２
Ａおよび図２Ｂの撮像装置の断面図である。
【００３０】
　図２に示すように、実施の形態１にかかる撮像装置１００は、撮像素子１０と、中継基
板２０と、集合ケーブル３０と、を備える。
【００３１】
　撮像素子１０は、ガラス１１が撮像素子チップ１２に貼り付けられた構造となっている
。レンズユニットが集光した光はガラス１１の表面であるｆ１面を介して、受光部１２ａ
を備える撮像素子チップ１２の受光面に入射する。撮像素子１０のｆ２面（裏面）にはセ
ンサ電極１３、およびはんだ等からなるバンプ１４が形成されている。撮像素子１０は、
ウエハ状態の撮像素子チップ１２に、配線、電極形成、樹脂封止、およびダイシングをし
て、最終的に撮像素子チップ１２の大きさがそのままパッケージの大きさとなるＣＳＰ（
Ｃｈｉｐ　ｓｉｚｅ　ｐａｃｋａｇｅ）であることが好ましい。
【００３２】
　中継基板２０は、２枚の同一矩形状の基板２１および２３と、基板２３に実装される電
子部品２８と、電子部品２８を封止する封止樹脂からなり、基板２１および２３の投影面
と同一形状の矩形柱状に成形された本体部２２と、表面であるｆ３面に形成される基板電
極２６と、裏面であるｆ４面に形成されるケーブル電極２４と、基板２３上に立設され、
基板電極２６とケーブル電極２４の間を電気的に接続する複数のピン２７と、を有する。
中継基板２０は、基板電極２６とケーブル電極２４の光軸方向に直交する面での配置位置
を変えることにより、再配線機能を有している。なお、基板電極２６とケーブル電極２４
の光軸方向に直交する面での配置位置は同一とし、基板２１または２３の配線により配列
変更をしてもよい。中継基板２０は、基板２１および２３が、撮像素子１０の光軸と直交
するように（撮像素子１０と平行）配置されて基板電極２６が撮像素子１０のセンサ電極
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１３とバンプ１４を介して電気的および機械的に接続されている。
【００３３】
　本体部２２を構成する封止樹脂は、絶縁性の熱硬化性樹脂や紫外線硬化樹脂が使用され
る。基板２１および２３には、図示しないビアや貫通電極、または配線が形成され、ピン
２７と接続される。電子部品２８は、基板２１に実装されていてもよい。本実施の形態１
では、基板２１に形成された基板電極２６により撮像素子１０と接続しているが、基板２
１を設けることなく、端面に露出したピン２７、またはピン２７上に形成した基板電極２
６により撮像素子１０と接続してもよい。また、基板２１に電子部品２８およびピン２７
を接続し、基板２３を設けることなく、端面に露出したピン２７、またはピン２７上に形
成したケーブル電極２４により撮像素子１０と接続してもよい。なお、図示していないが
、センサ電極１３と基板電極２６との接続部には、接続の信頼性向上を目的として封止樹
脂が充填されている。
【００３４】
　集合ケーブル３０は、９本のケーブル３１と、ケーブル３１を固定するケーブル固定部
材３２と、を有する。
【００３５】
　ケーブル３１は、導電性の芯線３４と、芯線３４の外周を被覆する絶縁体３５とからな
る。ケーブル３１の先端側は、絶縁体３５を所定の長さストリップして、芯線３４が露出
している。
【００３６】
　ケーブル固定部材３２は、露出した芯線３４を固定するものであり、絶縁性の熱硬化性
樹脂や紫外線硬化樹脂が使用される。ケーブル固定部材３２の接続面であるｆ５面には、
ケーブル３１の芯線３４の端面が露出し、露出した芯線端部が中継基板２０のケーブル電
極２４とバンプ２５を介して電気的および機械的に接続されている。なお、図示していな
いが、ケーブル電極２４とケーブル３１の芯線３４の端部との接続部には、接続の信頼性
向上を目的として封止樹脂が充填されている。
【００３７】
　上記したように、センサ電極１３と基板電極との接続部、およびケーブル電極２４とケ
ーブル３１の芯線３４の端部との接続部を封止樹脂で封止して接続部の断線を防止してい
るが、撮像素子１０や電子部品等の発熱により環境温度が上昇した場合、撮像素子１０、
中継基板２０、および集合ケーブル３０に使用される材料の熱膨張係数の差により、接続
部に大きな熱応力が加わり、接続部にクラックが生じたり、断線が生じるおそれがある。
本実施の形態１では、接続部に加わる熱応力低減するために、撮像素子１０の熱膨張係数
、中継基板２０の熱膨張係数、集合ケーブル３０の熱膨張係数が、順に小さく、または順
に大きくなるように材料を選択する。中継基板２０の熱膨張係数には本体部２２を構成す
る封止樹脂の熱膨張係数が最も寄与し、集合ケーブル３０の熱膨張係数にはケーブル固定
部材３２を構成する樹脂が最も寄与する。したがって、撮像素子１０の熱膨張係数、本体
部２２を構成する封止樹脂の熱膨張係数、ケーブル固定部材３２を構成する樹脂の熱膨張
係数が、順に小さく、または順に大きくなるように材料を選択すればよい。ここで、接続
部に加わる熱応力を低減するためには、隣接する材料間の熱膨張係数に大きな差が生じな
いように、連続して配置される各部材の熱膨張係数を段階的に変化するようにすれば良い
ので、例えば、撮像素子１０の熱膨張係数をα１、本体部２２を構成する封止樹脂の熱膨
張係数をα２、ケーブル固定部材３２を構成する樹脂の熱膨張係数をα３とした場合、α
１≧α２≧α３、α１≦α２≦α３を満たせばよい。したがって、α１＝α２＝α３を含
みうるものであり、α１＞α２＝α３、α１＝α２＞α３等、上記の式を満たすものを含
む。このような連続して配置される各部材の熱膨張係数の変化を「段階的な変化」として
以下では説明する。
【００３８】
　次に、図を参照して、撮像装置１００の製造方法について説明する。図４Ａ～図４Ｅは
、実施の形態１にかかる撮像装置１００の製造方法を説明する図である。なお、図４Ａ～
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図４Ｅにおいては、センサ電極１３やケーブル電極２４、ケーブル３１等の数を低減して
、図面を簡略化している。
【００３９】
　まず、図４Ａに示すように、ガラス板１１１と接続された、複数の受光部１２ａおよび
センサ電極１３が形成されたウエハ１１２をステージ５０上に載置し、センサ電極１３上
にバンプ１４を形成する。
【００４０】
　ケーブル電極２４が複数形成された基板１２３の裏面側に複数の電子部品２８およびピ
ン２７を実装し、電子部品２８およびピン２７を封止樹脂で封止して本体部１２２を形成
し、本体部１２２のピン２７の端部が露出する側と基板１２１とを接続して中継基板２０
の母基板１２０を製造する（図４Ｂ参照）。
【００４１】
　その後、図４Ａに示す、バンプ１４を形成したウエハ１１２上に、図４Ｂに示すように
母基板１２０を載置し、センサ電極１３と基板電極２６とをバンプ１４により接続する（
第１の接続工程）。
【００４２】
　端部の絶縁体３５をストリップされた複数のケーブル３１を、ケーブル固定部材１３２
で固定した大集合ケーブル１３０を製造する（図４Ｄ参照）。
【００４３】
　図４Ｃに示すように、ケーブル電極２４上にバンプ２５を形成し、図４Ｄに示すように
、ケーブル固定部材１３２で連結される大集合ケーブル１３０の接続面上に露出するケー
ブル３１の芯線３４と、母基板１２０の裏面に形成されたケーブル電極２４とを、バンプ
２５を介して接続する（第２の接続工程）。
【００４４】
　ウエハ１１２、母基板１２０および大集合ケーブル１３０を接続後、図４Ｅに点線で示
す位置をダイシングして撮像装置１００に個片化する。
【００４５】
　上記のように製造することにより、多数の撮像装置１００をより安価に製造することが
できる。なお、個片化された撮像素子１０、中継基板２０および集合ケーブル３０を接続
して撮像装置１００を製造することもできるが、接続は、集合ケーブル３０と中継基板２
０とを接続後、中継基板２０に撮像素子１０を接続することが好ましい。この順番に接続
することにより、接続の際に不良が発生した場合の廃棄コストが低減できるためである。
【００４６】
　本実施の形態１では、撮像素子１０の光軸方向の投影面内に中継基板２０および集合ケ
ーブル３０を収め、かつ、集合ケーブル３０を中継基板２０に端面接続するため、撮像装
置１００を小型化することができる。また、撮像素子１０、中継基板２０および集合ケー
ブル３０の熱膨張係数を順に小さく、または順に大きく段階的な変化となることにより、
撮像素子１０、中継基板２０および集合ケーブル３０の接続部に加わる熱応力を低減する
ため、接続の信頼性を向上することができる。
【００４７】
　なお、上記の実施の形態１の中継基板２０は２枚の基板２１および２３を使用している
が、１枚の基板の両面にそれぞれ本体部を設けたものであってもよい。図５は、本実施の
形態１の変形例１にかかる撮像装置の断面図である。
【００４８】
　本実施の形態１の変形例１の撮像装置１００Ａにおいて、中継基板２０Ａの基板２１の
ｆ３面に第１の中継部２０Ａ－１、ｆ４面に第２の中継部２０Ａ－２が形成される。第１
の中継部２０Ａ－１は、基板２１のｆ３面に実装される電子部品２８Ａ－１と、基板２１
のｆ３面に立設される複数の第１のピン２７Ａ－１と、電子部品２８Ａ－１及び第１のピ
ン２７Ａ－１を封止する第１の封止樹脂からなる第１の本体部２２Ａ－１と、第１の本体
部２２Ａ－１の表面に形成される基板電極２６と、を有する。第２の中継部２０Ａ－２は
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、基板２１のｆ４面に実装される電子部品２８Ａ－２と、基板２１のｆ４面に立設される
複数の第２のピン２７Ａ－２と、電子部品２８Ａ－２及び第２のピン２７Ａ－２を封止す
る第２の封止樹脂からなる第２の本体部２２Ａ－２と、第２の本体部２２Ａ－２の裏面に
形成されるケーブル電極２４と、を有する。電子部品２８Ａ－１と電子部品２８Ａ－２は
、同一の部品でも、異なる部品でもよい。
【００４９】
　撮像装置１００Ａでは、撮像素子１０の熱膨張係数、第１の本体部２２Ａ－１を構成す
る第１の封止樹脂の熱膨張係数、第２の本体部２２Ａ－２を構成する第２の封止樹脂の熱
膨張係数、集合ケーブル３０（ケーブル固定部材３２を構成する樹脂）の熱膨張係数が、
順に小さく、または順に大きく段階的な変化となるよう、材料が選択されることが好まし
い。実施の形態１の変形例１では、より多くの電子部品を実装できるとともに、接続部の
信頼性をさらに向上することができる。なお、電子部品の実装数をさらに増やしたい場合
には、基板を２枚用いて、３つの本体部としてもよい。
【００５０】
　また、中継基板は、基板が撮像素子１０の光軸と平行になるように配置してもよい。図
６は、本実施の形態１の変形例２にかかる撮像装置の断面図である。
【００５１】
　本実施の形態１の変形例２の撮像装置１００Ｂにおいて、中継基板２０Ｂの基板２１Ｂ
は、撮像素子１０の光軸と平行になるよう配置される。中継基板２０Ｂの上面側に第１の
中継部２０Ｂ－１、下面側に第２の中継部２０Ｂ－２が形成されている。第１の中継部２
０Ｂ－１は、基板２１Ｂの上面に実装される電子部品２８Ｂ－１と、基板２１Ｂの上面に
立設され、屈曲部により屈曲してｆ３面側に端面が露出する複数の第１のピン２７Ｂ－１
と、基板２１Ｂの上面に立設され、屈曲部により屈曲してｆ４面側に端面が露出する複数
の第１のピン２７Ｂ－１’と、電子部品２８Ｂ－１、第１のピン２７Ｂ－１及び第１のピ
ン２７Ｂ－１’を封止する第１の封止樹脂からなる第１の本体部２２Ｂ－１と、を有する
。第２の中継部２０Ｂ－２は、基板２１Ｂの下面に実装される電子部品２８Ｂ－２と、基
板２１Ｂの下面に立設され、屈曲部により屈曲してｆ３面側に端面が露出する複数の第２
のピン２７Ｂ－２と、基板２１Ｂの下面に立設され、屈曲部により屈曲してｆ４面側に端
面が露出する複数の第２のピン２７Ｂ－２’と、電子部品２８Ｂ－２、第２のピン２８Ｂ
－１及び第２のピン２８Ｂ－１’を封止する第２の封止樹脂からなる第２の本体部２２Ｂ
－２と、を有する。第１の本体部２２Ｂ－１を構成する第１の封止樹脂と第２の本体部２
２Ｂ－２を構成する第２の封止樹脂は同程度の熱膨張係数は同程度の熱膨張係数であるこ
とが好ましく、同一の封止樹脂を使用することがより好ましい。
【００５２】
　ｆ３面に露出する第１のピン２７Ｂ－１および第２のピン２７Ｂ－２の端部上には、基
板電極２６が形成され、センサ電極１３とバンプ１４を介して接続される。ｆ４面に露出
する第１のピン２７Ｂ－１’および第２のピン２７Ｂ－２’の端部上には、ケーブル電極
２４が形成され、ケーブル３１の芯線３４とバンプ２５を介して接続される。
【００５３】
　撮像装置１００Ｂでは、撮像素子１０の熱膨張係数、第１の本体部２２Ｂ－１を構成す
る第１の封止樹脂の熱膨張係数（第２の本体部２２Ｂ－２を構成する第２の封止樹脂の熱
膨張係数）、集合ケーブル３０（ケーブル固定部材３２を構成する樹脂）の熱膨張係数が
、順に小さく、または順に大きく段階的な変化となるよう、材料が選択されることにより
、接続部の信頼性を向上することができる。また、実施の形態１の変形例２では、より多
くの電子部品の実装も可能となる。
【００５４】
（実施の形態２）
　実施の形態２では、中継基板の基板上にセンサ電極および／または芯線と電気的に接続
されない複数のダミーピンを有する。図７は、本実施の形態２にかかる中継基板の斜視図
である。図７では、発明の理解のために、本体部を構成する封止樹脂および撮像素子１０
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側の基板２１の図示を省略している。また、以下説明する中継基板は、実施の形態１の中
継基板と同様に、撮像素子１０および集合ケーブル３０と接続されて撮像装置として使用
される。
【００５５】
　中継基板２０Ｃでは、基板２３の四隅にピン２７が立設され、中央部に電子部品２８が
実装されている。ピン２７と電子部品２８とは、配線１５により接続されている。基板２
３の長辺上に、センサ電極および／または芯線と電気的に接続されない複数のダミーピン
２９が電子部品２８を中心として対象に立設されている。ダミーピン２９は、ピン２７と
同一材料、すなわち電気伝導性および熱伝導性に優れる金属材料であって、中継基板２０
Ｃの本体部を構成する封止樹脂より剛性が大きいものである。
【００５６】
　実施の形態２のように中継基板２０Ｃ内にダミーピン２９を立設することにより、中継
基板２０Ｃの剛性が向上するとともに、フィラーとしての機能を果たすことにより、熱負
荷が加わった際の反り等を防止でき、接続部の信頼性を向上することができる。
【００５７】
　また、ダミーピンを中継基板の応力が集中する箇所に立設し、電気的および機械的にセ
ンサ電極および／または芯線と接続するピンを、応力が集中する箇所を避けて立設しても
よい。図８は、本実施の形態２の変形例１にかかる中継基板の斜視図である。図８では、
発明の理解のために、本体部を構成する封止樹脂および撮像素子１０側の基板２１の図示
を省略している。また、以下説明する中継基板は、実施の形態１の中継基板と同様に、撮
像素子１０および集合ケーブル３０と接続されて撮像装置として使用される。
【００５８】
　中継基板２０Ｄでは、応力が集中する基板２３の四隅にダミーピン２９が立設される。
応力が集中しない基板２３の長辺上に、ピン２７が立設され、基板２３の中央部に実装さ
れる電子部品２８と配線１５により接続されている。
【００５９】
　実施の形態２の変形例１では、中継基板２０Ｄ内の応力集中箇所にダミーピン２９を立
設することにより、中継基板２０Ｄの剛性を向上するとともに、ピン２７を応力が集中し
ない箇所に立設するため、接続の信頼性を向上することができる。また、ピンおよびダミ
ーピンは、フィラーとしての機能を果たすため、熱負荷が加わった際の反り等を防止でき
、接続部の信頼性をさらに向上することができる。
【００６０】
　さらに、基板上に実装される電子部品の実装位置に偏りがある場合、電子部品の実装位
置の偏りにより応力が集中する箇所にダミーピンを配置することが好ましい。図９は、本
実施の形態２の変形例２にかかる中継基板の斜視図である。図９では、発明の理解のため
に、本体部を構成する封止樹脂および撮像素子１０側の基板２１の図示を省略している。
また、以下説明する中継基板は、実施の形態１の中継基板と同様に、撮像素子１０および
集合ケーブル３０と接続されて撮像装置として使用される。
【００６１】
　中継基板２０Ｅでは、基板２３の四隅にピン２７が立設されるとともに、複数の電子部
品２８が基板２３の一辺側に偏って実装されている。また、基板２３の中心に対し電子部
品２８と対称な位置にダミーピン２９が立設される。
【００６２】
　実施の形態２の変形例２では、電子部品２８と対称な位置にダミーピンを立設すること
により、中継基板２０Ｅ内の応力のバランスをとることができ、剛性が向上する。また、
ピンおよびダミーピンは、フィラーとしての機能を果たすため、熱負荷が加わった際の反
り等を防止でき、接続部の信頼性を向上することができる。
【００６３】
　また、基板２３に放熱量が大きい電子部品が実装される場合、該電子部品の周囲にダミ
ーピン２９を立設して放熱させてもよい。図１０は、本実施の形態２の変形例３にかかる
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中継基板の斜視図である。図１０では、発明の理解のために、本体部を構成する封止樹脂
および撮像素子１０側の基板２１の図示を省略している。また、以下説明する中継基板は
、実施の形態１の中継基板と同様に、撮像素子１０および集合ケーブル３０と接続されて
撮像装置として使用される。
【００６４】
　中継基板２０Ｆでは、基板２３の四隅にピン２７が立設されるとともに、複数の電子部
品２８と、電子部品２８より放熱量が大きい電子部品２８Ｆが実装されている。電子部品
２８Ｆの周囲には、センサ電極および／または芯線と電気的に接続されない複数のダミー
ピン２９が立設されている。
【００６５】
　ダミーピン２９は、ピン２７と同一材料、すなわち電気伝導性および熱伝導性に優れる
金属材料であって、中継基板２０Ｆの本体部を構成する封止樹脂より剛性および熱伝導性
に優れるものである。熱伝導性に優れるダミーピン２９を電子部品２８Ｆの周囲に配置す
ることにより、電子部品２８Ｆが放熱した熱をダミーピン２９により中継基板２０Ｆ外に
放熱できる。これにより、中継基板２０Ｆの熱応力の負荷を軽減でき、接続部の信頼性を
向上できる。
【００６６】
　さらにまた、基板２３に放熱量が大きい電子部品が実装される場合、電子部品から引き
回される配線１５上にダミーピン２９を配置してもよい。図１１は、本実施の形態２の変
形例４にかかる中継基板の斜視図である。図１１では、発明の理解のために、本体部を構
成する封止樹脂および撮像素子１０側の基板２１の図示を省略している。また、以下説明
する中継基板は、実施の形態１の中継基板と同様に、撮像素子１０および集合ケーブル３
０と接続されて撮像装置として使用される。
【００６７】
　中継基板２０Ｇでは、基板２３の四隅にピン２７が立設されるとともに、複数の電子部
品２８と、電子部品２８より放熱量が大きい電子部品２８Ｇが実装されている。また、電
子部品２８Ｇから引き回される配線１５上にダミーピン２９が立設されている。
【００６８】
　熱伝導性に優れるダミーピン２９を電子部品２８Ｇから引き回される配線１５上に配置
することにより、電子部品２８Ｇが放熱した熱を、配線１５を介してダミーピン２９が中
継基板２０Ｇ外に放熱できる。これにより、中継基板２０Ｇの熱応力の負荷を軽減でき、
接続部の信頼性を向上できる。また、ダミーピン２９の剛性により、中継基板２０Ｇの剛
性を向上することができる。
【００６９】
　また、ダミーピンは、本体部の光軸方向と平行な側面に露出するよう立設してもよい。
図１２は、本実施の形態２の変形例５にかかる中継基板の斜視図である。図１２では、発
明の理解のために、本体部を構成する封止樹脂および基板２１上の基板電極の図示を省略
している。また、以下説明する中継基板は、実施の形態１の中継基板と同様に、撮像素子
１０および集合ケーブル３０と接続されて撮像装置として使用される。
【００７０】
　中継基板２０Ｈでは、基板２３の四隅にピン２７が立設されるとともに、複数の電子部
品２８－２が実装されている。また、基板２１にも電子部品２８－１が実装されている。
中継基板２０Ｈの本体部の光軸方向と平行な対向する２つの側面に、ダミーピン２９Ｈが
露出するように立設されている。ダミーピン２９Ｈは半円柱形状をなしているが、ダミー
ピン２９Ｈの形状はこれに限定するものではなく、例えば、矩形柱の１つの側面が露出し
ているものでもよい。
【００７１】
　熱伝導性に優れるダミーピン２９Ｈを本体部の側面に露出するように配置することによ
り、電子部品２８－１および２８－２が放熱した熱を、中継基板２０Ｈの側面側にさらに
効率よく放熱できる。これにより、中継基板２０Ｈの熱応力の負荷を軽減でき、接続部の
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信頼性を向上できる。また、ダミーピン２９Ｈの剛性により、中継基板２０Ｈの剛性を向
上することができる。
【００７２】
（実施の形態３）
　実施の形態３では、ダミーピンが本体部の光軸方向と平行な側面に露出するよう横設さ
れている。図１３は、本実施の形態３にかかる中継基板の斜視図である。図１３では、発
明の理解のために、第１の本体部および第２の本体部を構成する封止樹脂の図示を省略し
ている。また、以下説明する中継基板は、実施の形態１の中継基板と同様に、撮像素子１
０および集合ケーブル３０と接続されて撮像装置として使用される。
【００７３】
　本実施の形態３の中継基板２２０において、基板２２１のｆ３面に第１の中継部２２０
－１、ｆ４面に第２の中継部２２０－２が形成される。第１の中継部２２０－１には、基
板２２１のｆ３面に電子部品２２８－１が実装されるとともに、複数の第１のピン２２７
－１が立設される。また、電子部品２２８－１を挟んだ対向する位置に、複数のダミーピ
ン２２９－１が横設されている。また、第２の中継部２２０－２には、基板２２１のｆ４
面に電子部品２２８－２が実装されるとともに、複数の第２のピン２２７－２が立設され
る。また、電子部品２２８－２を挟んだ対向する位置に、複数のダミーピン２２９－２が
横設されている。ダミーピン２２９－１および２２９－２の端面は、第１の本体部および
第２の本体部の光軸方向と平行な側面に露出する。
【００７４】
　実施の形態３では、熱伝導性に優れるダミーピン２２９－１および２２９－２を横設し
て、第１の本体部および第２の本体部の側面に露出するように配置することにより、電子
部品２２８－１および２２８－２が放熱した熱を、中継基板２２０の側面側にさらに効率
よく放熱できる。これにより、中継基板２２０の熱応力の負荷を軽減でき、接続部の信頼
性を向上できる。
【００７５】
　また、２枚の基板を使用した中継基板においても、各基板にダミーピンを横設すること
により、中継基板の側面方向に放熱させてもよい。図１４は、本実施の形態３の変形例１
にかかる中継基板の斜視図である。図１４では、発明の理解のために、本体部を構成する
封止樹脂および基板２２１上に形成される基板電極の図示を省略している。また、以下説
明する中継基板は、実施の形態１の中継基板と同様に、撮像素子１０および集合ケーブル
３０と接続されて撮像装置として使用される。
【００７６】
　本実施の形態３の変形例１にかかる中継基板２２０Ａにおいて、基板２２１上には複数
の電子部品２２８－１が実装されるとともに、基板２２３上に複数の電子部品２２８－２
が実装されている。対向する基板２２１と２２３との間には、複数のピン２２７が配置さ
れている。また、電子部品２２８－１を挟んだ対向する位置に、複数のダミーピン２２９
－１が横設されるとともに、電子部品２２８－２を挟んだ対向する位置に、複数のダミー
ピン２２９－２が横設されている。ダミーピン２２９－１および２２９－２の端面は、本
体部の光軸方向と平行な側面に露出する。
【００７７】
　実施の形態３の変形例１では、熱伝導性に優れるダミーピン２２９－１および２２９－
２を横設して、本体部の側面に露出するように配置することにより、電子部品２２８－１
および２２８－２が放熱した熱を、中継基板２２０Ａの側面側にさらに効率よく放熱でき
る。これにより、中継基板２２０Ａの熱応力の負荷を軽減でき、接続部の信頼性を向上で
きる。
【符号の説明】
【００７８】
　１　内視鏡システム
　２　内視鏡
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　３　情報処理装置
　４　光源装置
　５　表示装置
　６　挿入部
　６ａ　先端部
　６ｂ　湾曲部
　６ｃ　可撓管部
　６ｄ　開口部
　７　操作部
　７ａ　湾曲ノブ
　７ｂ　処置具挿入部
　７ｃ　スイッチ部
　８　ユニバーサルコード
　８ａ、８ｂ　コネクタ
　１０　撮像素子
　１１　ガラス
　１２　撮像素子チップ
　１３　センサ電極
　１４、２５　バンプ
　２０　中継基板
　２１、２３　基板
　２２　本体部
　２４　ケーブル電極
　２６　基板電極
　３０　集合ケーブル
　３１　ケーブル
　３２　ケーブル固定部材
　３４　芯線
　３５　絶縁体
　１００、１００Ａ、１００Ｂ　撮像装置
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